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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D’EXECUTION DES
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 3: Assemblage
au moyen de trous traversants

1) La CE omposée
de l'e I objet de
favori paines de
I'électricité ationales.
Leur 4 Esé par le
sujet ntales, en
liaison hanisation
Intern ipns.

2) Lesd a mesure
du pop intéressés

sont rg

3) Les dpcuments produits se présentent sou matlons internationales. lls sopt publiés
commje normes, spécifications techniques {rappocts echnlq es ou\guides et agréés comme tels par lep Comités
nationaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification internati omite natlonaux de la CEI s'engagent a appliquer de
fagon |transparente, dans toute la mesure
nationfales et régionales. Toute dlvergenc 8 meNde fa CEl et la norme nationale ou |régionale
corregpondante doit étre indjqué

5) La CHI n’a fixé aucune proc o| émme indication d’approbation et sa resgonsabilité
n’est pas engagée quand < dé a l'une de ses normes.

6) L’atteption est atti fait i g8léments de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objetl de droit i i e ¢ droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour
responsable de ne tifié. de\tels d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Norme intern a été établie par le comité d'études 91 de|la CEI:

Techniq ' S compgsants électroniques.

Le texte i des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/334/FDIS 91/351/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la
CEI 61192, sous le titre général, Exigences relatives a la qualité d’exécution des assemblages
électroniques brasés

Partie 1: Généralités

Partie 2: Assemblage par montage en surface

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS FOR
SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 3: Through-hole mount assemblies

FOREWORD

1) The l C (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardhi

international co-operation on all questions concerning standardlzatlon in the ele ic|fields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes International &ta ration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested\in t j [With may
participate in this preparatory work. International, izatigns liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIon with i panization
for Spandardization (ISO) in accordance with conditions determ & the two
organjzations.

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on technica sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjects since eac sentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of recommend the form
of stgndards, technical specifications, National
Comnyittees in that sense.

4) In order to promote international unification, S it ndertake to apply IEC International
Standprds transparently to the maximum /€xtent possik their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the ¢ ional or regional standard shall be clearly
indicafed in the latter.

5) The IEC provides no markiQg pre indi val and cannot be rendered responsible for any
equipfnent declared to b \ S 5

6) Attentjon is drawn to the ik ) enfents of this International Standard may be the subject
of patent rights. Tz IEC ible for identifying any or all such patent rights.

Internat|onal Sta been prepared by IEC technical commiftee 91:

Electrorfics assem

The tex j based on the following documents:

Report on voting
91/334/FDIS 91/351/RVD

Full infdrmation on the voting for the approval of this standard can be found in the r¢port on

voting indicatedn the above tabie.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the

general title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 1: General
Part 2: Surface-mount assemblies
Part 4: Terminal assemblies
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
8
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
8
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEIl 61192, combinée a la CEl 61192-1, est utilisée pour satisfaire aux
exigences relatives au produit fini définies dans la CEl 61191-1 et la CEI 61191-3.

Cette norme peut étre utilisée pour permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs des
montages électroniques au moyen de trous traversants de spécifier, dans le cadre d'un contrat,
de bonnes pratiques de fabrication.

Les exigences et lignes directrices respectives relatives au montage en surface et aux fixations
par bornes sont données dans des normes séparées mais apparentées.

@C@
8
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INTRODUCTION

This part of IEC 61192, combined with IEC 61192-1, is used to meet the end-product
requirements defined in IEC 61191-1 and IEC 61191-3.

This standard may be used to enable the suppliers and users of through-hole electronic
assemblies to specify good manufacturing practices as part of a contract.

The respective requirements and guidelines for surface-mount and terminal assemblies are
included in separate but related standard.

@%
8
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D’EXECUTION DES
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61192 spécifie les exigences générales en matiére de qualité
d'exécuLion des montages par brasage, au moyen de trous traversantg, surdes-substrats

organiqlies, sur des cartes imprimées et stratifiées similaires, fixés a urfacedeg, 'sljubstrats
inorganiques.

Elle s'applique aux assemblages entierement ou partielleme e trous
traversgnts incluant des techniques par montage en su hniques

d'assenlblage associées, par exemple bornes, fils.

2 Références normatives

di enab I'application du [présent
edition citée’s'applique. Pour les références non
s applique (y compris les éyentuels

Les doguments de référence suivapts\son
document. Pour les références datées)seule
datées, |la derniére édition du documeh
amendements).

CEl 600194, Conception,/fakrication ¢ 'mes et

CEIl 61191-1, Ensembl| igences

relatives aux e blg ues de
montagé¢ en surfasge

CEl 61(191-2, En Hiaire —
Exigendes relatives a 2

CEl 61/191- o ble Hiaire —
Exigence [

CEl 61/191-4 Hiaire —
Exigences relati a Passemblage de bornes par brasage

CEl 61192: xigence elative a qualité d'exécution des assemblages électfoniques

brasés — Partie 1: Généralités

CEl 61192-2, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 2: Assemblage par montage en surface

CEl 61192-4, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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WORKMANSHIP REQUIREMENTS FOR
SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 3: Through-hole mount assemblies

1 Scope

This part of IEC 61192 specifies general requirements for workmanship in through-hole mount
solderei assemblies on organic substrates, on printed boards, and ¢n simjlarlgminates
attached to the surface(s) of inorganic substrates.

It appligs to assemblies that are totally through-hole or mixed asse Burface-

mountinjg or other related assembly technologies, for example,

2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensab ' i ent. For
dated rgferences, only the edition cited applies. : dition of
the refefenced document (including any amend

IEC 601[94, Printed board design, manufac

IEC 61191-1, Printed boars — :
soldered electrical and € ¢ bliss Jusing surface mount and related a

technolggies

ents for
ssembly

IEC 61191-2, P
surface|mount s

ents for

IEC 611 ents for
through
IEC 611 ents for
termina

IEC 611 heral

IEC 61192-2Z, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 2. Surface-
mount assemblies

IEC 61192-4, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 4: Terminal
assemblies
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61192, les définitions de la CEIl 60194
s'appliquent.

4 Exigences générales
Les exigences de la CEl 61192-1 sont obligatoires pour la présente norme.

4.1 Classification

niveaux
dans la
pcomme

La clasgification des assemblages comprend trois niveaux, les niveaux
de claspgification ainsi que le statut du produit pour chaque nives

CEI 61192-1. En général, le statut est subdivisé en trois états de Qualjté
suit:
a) ciblg;
b) accgptable;

c) non conforme.

4.2 Contradiction

Les déc lentation

applical
En cas

a) docl
b) desd
c) CEl

d) la pre
e) autr

Pour le mes de

grossiss

Il convient(d'utiliser une vision binoculaire au moyen d'une simple loupe grand chgmp. Un
grossissement dau moins 3x doit etre utilise pour les ensembles classiques de cartes
imprimées insérées. Des grossissements supérieurs a 10x ne seront pas utilisés pour les
contréles courants a balayage a grande vitesse mais seront parfois nécessaires pour des
diagnostics détaillés ou a des fins d'arbitrage.

4.4 Interprétation des exigences

Sauf indication contraire de l'utilisateur, le terme «doit» signifie que I'exigence est obligatoire.
Tout écart par rapport a une exigence «obligatoire» requiert I'acceptation écrite de I'utilisateur,
par exemple au travers du dessin d'assemblage, de la spécification ou d'une clause
contractuelle.

Les termes «il convient de» et «peut» concernent respectivement des recommandations et des
lignes directrices et sont utilisés pour exprimer des dispositions non obligatoires.
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3 Terms and definitions

For the purposes of this part of IEC 61192, the definitions of IEC 60194 apply.

4 General requirements
The requirements of IEC 61192-1 are mandatory for this standard.

4.1 Classification

and C.
given in

The clafssification of assemblies is divided into three levels, that is,
Definitigns of the classification categories and the status of product for
IEC 611]92-1. In general, status is divided into three workmanship conaiti

a) targeét;
b) accgptable;
¢) nongonforming.

4.2 Copnflict

Accept gnd/or reject decisions shall be based o applicable documentation such as cgntracts,
drawingp, specifications and reference dogume

) proc
) master assembly dra
c) IECB1191-1 and IHE 61
)
)

this ptandard;
othef docum@ snt tf afe specified in this standard.

4.3 Ingpection tet

For visyal i ' al specifications may call for magnification aids for examining
printed- i

Binocular wigi S d.beused, and may be accomplished with a single large field mgagnifier.
Magnifid 3 x shall be used for conventional inserted printed-board assemblies.
Magnifi¢ation jhigk an 10x will not be found practicable for routine high speed gqcanning
inspectipnybut will be needed sometimes for detailed diagnosis or referee purposes.

4.4 Interpretation of requirements

Unless otherwise specified by the user , the word "shall" signifies that the requirement is
mandatory. Deviation from any "shall" requirement requires written acceptance by the user, for
example, via assembly drawing, specification or contract provision.

The words "should" and "may" reflect recommendations and guidance, respectively, and are
used whenever it is intended to express non-mandatory provisions.
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5 Processus de préparation des composants

Les processus de préparation des composants doivent étre effectués conformément aux
exigences de l'article 6 de la CEl 61192-1, en utilisant les méthodes décrites a cet égard.

5.1 Formation des sorties

g

Perle de
brasure

N

1

Soudure

extension des sorties

y

R Les sorties rectangulaires
doivent utiliser I'épaisseur T
comme diametre D de la
sortie

Acceptable — Niveaux A, B, C

La sortie n'est ni déformée ni fissuré¢.

doivent
bndant au
eur d'une
r a moins

IEC 2833/02

Figure 2 — Formation des sorties, rayon de courbure

Tableau 1 — Exigences relatives a la courbure de sortie

DouT Niveaux A, BetC
mm R min.
<0,8 1D
0,8a1,2 1,5D
>1,2 2D
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5 Component preparation processes

Component preparation processes shall be carried out in accordance with the requirements of
clause 6 of IEC 61192-1, using the methods described therein.

5.1 Lead forming

g

all extend
ness, but
y or weld
Solder
bead

gad extension

Acceptable — Level A, B, C

y

R Rectangular leads shall use
the thickness T as the lead
diameter D.

Lead is not kinked or cracked.

IEC 2833/02

Figure 2 — Lead forming, bend radius

Table 1 — Lead bend requirements

DorT Level A, B and C
mm Min. R
<0,8 1D
0,8t0 1,2 15D
21,2 2D
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Avancée et rivetage des sorties

61192-3 O CEI:2002

Ce paragraphe s'applique aux fils et aux sorties de composants installés sur des cartes
imprimées a configuration droite traversante ou rivée.

5.21

Avancée des cartes imprimées — Droite traversante et rivée partiellement

Cible — Niveaux A, B, C

| 'avancée des sarties

IEC 2834/02

Figure 3 — Sorties droites et ri

Figure 4 — Avancée des sorties

Tableau 2 — Exigences relatives a I'avancée des sorties

la plage d'accueil e
dans les spécificati

L ou\telleng
ou le dessiny

L=1,0mm nop

sorties dépassent la plage
selon les valeurs minimale et
spécifiées de L, a condition q
aucun risque de non-respect d¢g
ment électrique.

2 Pour les cartes a simple face, |
de la sortie ou du fil doit étre ay
de 0,5 mm pour tous les niveaux

3 Pour les cartes a trous t
métallisés de plus de 2,3 mm d'
les composants dont la long
sorties est prédéfinie, (boit
douilles), I'avancée des sorties
invisible.

u-dela de
Lle définie

d'accueil
maximale
I'il n'y ait
I'espace-

bvancée L
minimum

aversants
Epaisseur,
ueur des
ers DIP,
peut étre

Niveau B Niveau C
L min. s .
L'extrémité est visible dans la brasure
mm
L max.

2,5
mm

1,5
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5.2 Lead protrusion and clinching

This subclause applies to wires and component leads installation in printed boards in a straight
through or clinched configuration.

5.2.1 Printed-board protrusion — Straight-through and partial clinching

Target — Level A, B, C

eyond the
land is L or as specified on t fication or

drawing.

L =1,0 mm non

IEC 2834/02

Figure 3 — Straight and partia

evel A, B, C

The Igads protrude beyond the lpnd within

e—specified minimum and mgximum L,
provided there is no danger of violating
electrical spacing.

For single-sided boards, lead or wire
protrusion L shall be at least 0,5|mm for all
levels.

For plated through-hole boards thicker
than 2,3 mm, components pwith pre-
established lead lengths (DIPs,| sockets),
lead protrusion may not be visiblé.

re 4 — Lead protrusion

able 2 — Lead protrusion requirements

Level B Level C
L min. N .
End is visible in the solder
mm
L max.

2,5 1,5

mm
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5.2.2 Avancée des cartes imprimées — Sorties rivées

61192-3 O CEI:2002

Ce paragraphe s'applique aux terminaisons faisant I'objet d'une exigence de rivetage. Il est
permis de définir d'autres exigences dans les spécifications ou les dessins correspondants.

Cible — Niveaux A, B, C

L'extrémité de la sortie est paralléle a la
carte et le rivetage est dirigé le long du
conducteur raccordé.

IEC 2836/02

Figure 5 — Avancée de

Ho

IEC 2837/02

le brasage.

NOTE Les boitiers multiples
peuvent avoir de dans les
coins opposés hue avant

abble — Niveaux A, B, C

Les sorties partiellement rivéds doivent
présenter une courbure suffispnte pour
fournir la retenue mécanique fécessaire
au cours du processus de brasfge. Il est
permis d'utiliser des directions d¢ courbure
alternées. Il est permis de rivef partielle-
ment les sorties de coins opposés en
diagonale sur les boitiers a deux rangées
de broches (DIP) pour retenir les|pieces au
cours des opérations de | brasage.
Il convient de courber les sortigs de DIP
vers l'extérieur, en dehors |[de ['axe
longitudinal du corps.

La hauteur de l'avancée au-dpla de la
carte n'est pas supérieure a I longueur
similaire L permise pour les sortles droites
traversantes (voir 5.2.1).

La sortie rivée ne réduit pas la péparation
entre les conducteurs électriqugment non
communs (H1).

Figure 6 — Avancée de sortie rivée partiellement
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5.2.2 Printed-board protrusion — Clinched leads

This subclause applies to terminations with a clinching requirement. Other requirements may

be specified on relevant specifications or drawings.

Target — Level A, B, C

1

The lead end is parallel to the
the direction of the clinch is

board and
along the

IEC 2836/02

Ho
IEC 2837/02

\<</C)

NOTE Multilead
leads on opposi
before solderi

cons tina oA
coRReethgEeehat

Acceptable — Level A, B, C

3

Partially clinched leads shall
sufficiently to provide the

mechanical restraint during the
process. Alternate bend directio
used. Diagonally opposite corne
DIPs may be partially clinched
parts during soldering operat
leads should be bent outward

the longitudinal axis of the body.

The height of the protrusion b
board is not greater than the simil
allowed for straight-throug
(see 5.2.1).

The clinched lead does not r
separation between electricg
common conductors (H1).

have two
retention

be bent
necessary
soldering
s may be
leads on
to retain
ons. DIP
way from

eyond the
Br length L
leads

bduce the
Ily  non-

Figure 6 — Lead protrusion, partially clinched
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Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La hauteur de I'extrémité de la sortie rivée
dépassant la carte est inférieure a L a la

Figure 3.
2 L'avancée de la sortie rivée s'étend au-
C dela de L a la Figure 3, hauteur maximale
autorisée pour les sorties droites traver-
santes.

3 La sortie est rivée vers un conducteur
électriguement non commun, réduisant
la séparation et entrainant ainsi une pro-

Conducteur bable mise en court-circuit.

IEC 2838002 4 |es sorties rivées/partiellement, pour retenir
les pieces doiy étre consjdérées comme
des sorties respecter
les exigengé

Figure 7 — Sortie rivée — Non confo
5.3 Decoupage / éboutage des sorties
Ce paragraphe s'applique aux sorties et fils de compsa t » S S [és pour
corresppndre aux longueurs définies avant ou ap

ible — Niveaux A, B, C
1 Sortie non déformée.

2 Peu de reste de découpe.

3 Aucun signe de débris de fil.

x TEC 2839/02
@ 8 — Découpage des sorties, cible

<Va diamétre
4
T Acceptable — Niveaux A, B, C
1 La déformation de la sortie est inférieure a
la moitié du diametre de la sortie.
2 La longueur du reste de découpe est inféri-
eure au quart du diamétre de la sortie.
3 Aucun signe de débris de fil.
<<% diamétre —»| |-—<'; diamétre

IEC 2840/02

Figure 9 — Découpage des sorties — Acceptable
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1

\

Non-common
conductor

IEC 2838/02 4

Nonconforming — Level A, B, C

The height of the end of the clinched lead
extending beyond the board is less than L
in Figure 3.

The clinched lead extends more than L in
Figure 3, the maximum height allowed for
straight-through leads.

The lead is clinched toward an electrically
non-common conductor, reducing the
separation so that shorting is likely.

Partial clinching of leads for part retention
shall be consider s _unclinched leads

5.3 Lead cutting/cropping

This supclause applies to component leads and wires wt

defined [lengths before or after insertion.

<Va didmeter

4
EN

Figure 7 — Clinched lead — Nonconformin

%@8 — Lead cutting, target

Acceptable — Level A, B, C

and shall meet th f5.2.1.

Mt or cropped to

= Level A, B, C
Lead is not distorted.
Little cut remnant.

No evidence of wire debris.

1

<<V, diameter <<% diameter

IEC 2840/02

Lead distortion is less than half of the lead
diameter.

The length of the cut remnant is less than
one quarter of the lead diameter.

No evidence of wire debris.

Figure 9 — Lead cutting — Acceptable
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>Y, diamétre

Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La déformation de la sortie est supérieure
a la moitié du diamétre de la sortie.

2 Lalongueur du reste de découpe est supé-
rieure au quart du diametre de la sortie.

3 Signe de débris de fil libres.

-—>% diameétre — <>V diamétre

T4 2944/00

Figure 10 — Découpage des sorties — Non confo

5.4 Préétamage

Il est pgrmis de préparer ou de retoucher les sorties d g pminaisor|s et les
cartes imprimées ne répondant pas aux exigences de S par le biais d'un
étamage par immersion dans la brasure chauffée ¢gthode adaptde avant
le bras%;e. Les zones de cables étamées ne doj le ou les brihs sous
la brasure. L'effet de méche de la bra s fil Yoit étre minimisé.| Le cas
échéant, des dissipateurs thermiqué Y i les sorties des| piéces
sensiblgs a la chaleur au cours de I'opé

6 Attributs de masquage

Lorsqu'i hgue de

brasage

Le sub latériaux

de mas
Les ma mmage
ouder bant ou

des con

6.1 Desalighemen

Le masfiué de brasbt

e ne doit pas empiéter sur les plages d'accueil, les trous métallisés ou
autres i : i : i

Le masque de brasure doit couvrir toutes les zones de substrat conductrices non destinées
a étre mouillées ou recouvertes de brasure.

6.2 Mauvaise adhérence

Certains films de masque de brasure permanent peuvent se ramollir et se rider a la tempéra-
ture de brasage, notamment lorsqu'ils recouvrent une finition a sorties étamées sur
les conducteurs. Ceci est acceptable a condition que les éléments suivants soient respectés.


https://iecnorm.com/api/?name=b2f03da5b15e35c26de21d5a2dd4be09

61192-3 O IEC:2002 - 27 -

>Y, diameter

Nonconforming — Level A, B, C

1 Lead distortion is more than half of the
lead diameter.

2 Cut remnant is longer than one quarter of
the lead diameter.

3 Evidence of loose wire debris.

-—>% diameter — <>V diameter

IO 2044/00

Figure 10 — Lead cutting — Nonconformi

ated solderability
suitable methods
prior to| soldering. Tinned areas of wires shall not cq \ ire strand(s) with| solder.
Wicking| of solder under wire insulation shall be minimized. shall be

btting to

jals.

esidues
5sembly

burfaces

The solflet“mask shall cover all substrate conductor areas not intended to be wetted of coated

with soldet-

6.2 Improper adhesion

Some permanent solder-mask films may soften and wrinkle at soldering temperature,
particularly where they cover a tin-lead finish on conductors. This is acceptable provided the
following conditions are met.
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6.2.1 Masque de brasure permanent — Fissures et rides

Acceptable — Niveaux A, B, C

Il convient que le masque de brasure ne
présente aucune fissure aprés les opérations
de brasage et de nettoyage. Des rides sont
acceptables sur le film du masque de brasure
sur une zone de brasure de refusions, a condi-
tion que le film ne présente aucun signe de
dgradation.
re vérifiée
uban.

IEC 2842/02

Acceptable — Niveaux A, B
6n conforme — Niveau C

1 Une fissure du film du mgsque est
acceptable pour les niveaux A ef B a con-
dition que toutes les particules libres
n'affectent pas les autres forlctions de
I'ensemble. Une retouche pour [retirer les
particules libres est acceptable.

2 Excés de cloques ou de rides |aprés les
opérations de nettoyage.

Non conforme — Niveaux A, B, C

Les particules libres ne peuvent pas étre
entierement retirées et affectent par la suite
le fonctionnement de I'ensemble.

IEC 2844/02

Figure 13 — Masque de brasure — Particules libres
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6.2.1 Permanent solder mask — Cracking and wrinkling

-
g~ Or_degraadatio O

pull test.

IEC 2842/02

Figure 11 — Acceptable

gsceptable — Level A, B

onconforming — Level C

particles is acceptable.

cleaning operations.

IEC 2843/02

wrinkled areas shall (be verified

g

Acceptable — Level A, B, C

There should be no evidence of cracking of the
solder mask after the soldering and cleaning
operations. Wrinkling of the solder-mask film
over the area of reflowed solder is acceptable
provided there is no evidence of breaking,

Q

Aghesion of

1 Cracking of the mask film is acc
levels A and B provided that
particles will not affect other fu
the assembly. Rework to rem

2 Excessive blisters or wrinkling e\

hg a tape

bptable for
pny loose
hctions of
bve loose

ident after

IEC 2844/02

Figure 13 — Solder mask — Loose particles

Nonconforming — Level A,

B, C

Loose particles cannot be completely removed
and will affect the operation of the assembly.
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6.3 Capacité thermique

IEC 2846/02
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IEC 2845/02
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Acceptable — Niveaux A, B, C

Aucun signe de cloques ou de rides sous le
masque de brasure aprés les opérations de
brasage et de nettoyage.

Acceptable — Niveaux A, B

Non conforme — Niveau C

Les cloques ne forment pas de
les circuits adjacents.

pont avec

2 Les cloques n'expasent pas les surfaces
conductrices en cgivre
3

N

Lors de l'assemblage par brasure,
empéche la formation de pont de so
cloques et les particules libres sdg
tables apres I'assemblage a conditig

ceptable — Niveau A

on conforme — Niveaux B, C

Les cloques
reuses qui fa

fops dange-
igonnement

dans les
surfaces

Ps agents
hnés sous

e masque
idure. Les
nt accep-
n que les

particules libres n'affectent pas pafr la suite

d'autres fonctions de I'ensemble.

1

Les cloques forment un pont
circuits adjacents.

Les cloques exposent le cuivre n

Les cloques favorisent I'écaillag
dans les ensembles critiques
essai au ruban.

Les flux de brasure, les huilg
agents nettoyants sont empriso
le film.

avec les

L.

e du film
aprés un

s ou les
hnés sous

Figure 15 — Défaillance du masque de brasure permanent
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6.3 Thermal capability

Acceptable — Level A, B, C

No blisters or wrinkling evident under solder
mask after soldering and cleaning operations.

Acceptable — Level A, B

Nonconforming — Level C
1 Blisters do not bridge adjacent circuits.

2 Blisters do not expose base copper
conductor surfaces.

Bliste ereate—a—heazardod condition
which would allow loose ™yask)particles to
become enmgshed Ain moying| parts or

onductive

lodge betwgen two ‘eledtgical

eaning_agefits are not
ered areas.

IEC 2845/02

Figure 14 — Permanent solder, . s@s orwrinkling

ceptable — Level A
onconforming — Level B, C

During the solder assembly opergtion, the
mask prevents solder bridging. Blisjering and
loose particles are acceptable [after the
completion of the assembly provigled loose
particles will not affect other functipns in the
assembly.

1 Blisters bridge adjacent circuits.
2 Blisters expose bare copper.

3 Blisters allow film to flake |n critical
assemblies after a tape test.

4 Solder fluxes, oils or cleaning ggents are
trapped under film.

‘ IEC 2846/02

Figure 15 — Permanent solder-mask failure
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Non conforme — Niveaux A, B, C

1 Les particules libres ne peuvent pas étre
retirées et peuvent affecter les fonction-
nements de l'ensemble. Les cloques ont
favorisé la formation de ponts de brasure.

2 Le masque de brasure a une apparence
poudreuse et blanchatre, avec des
adjonctions éventuelles de métal brasé. Il
convient également de vérifier que le flux
emprisonné dans le masque de brasure n'a

PaS—ProveqHe ent des
conducteurs avelc revétement |a sorties
étamées.

3 La dégrad e favorise
la formatio Pou I'expo-
sition de se.

IEC 2847/02

7 Insprtion des composants a {rous t

7.1 Exigences d'ordre général

Ce par n relatiwes a l'installation, a I'emplacgment et
a l'orien ontée suyr Jes cartes imprimées comprenant|a la fois
le mont

Les crit sur les
ensembles éle AEX . ure que
lorsqu'el]le fait parti G : ction de
ces dim 8.

Les crit % tes les
combinais ortie et de types de bornes ne peuvent pas étre couvertes

ont donc en général cités en termes généraux pour s'apgliquer a
ilaires.

La séquence-d'événgments mentionnée ci-aprés fait suite a la séquence générale deg étapes

de contigle

Le contréle commence habituellement par une vue globale de I'ensemble électronique, puis
suit chaque composant/fil jusqu'a sa connexion, en s'intéressant a la sortie dans la connexion,
la connexion et I'extrémité de la sortie/du fil quittant la connexion. Il convient d'effectuer I'étape
de l'avancée du fil/de la sortie de toutes les plages d'accueil en dernier lieu, afin de pouvoir
retourner la carte et vérifier toutes les connexions en méme temps.
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7 Insertion of through-hole co

7.1 Geperal requirements

This subclause covers accex
of components and wires oun
and mouinting to stand- i

Criteria|are giv
electronjic asse
part of
amount

criteria &

The seq

— 33 -

IEC 2847/02

Nonconforming — Level A, B, C

1

Loose particles cannot be removed and
may affect the operations of the assembly.
Blisters have permitted solder bridges.

Solder mask has powdery whitish
appearance with possible inclusions of
solder metal. Flux entrapment on solder
mask that has peeled from tin-lead

! . also be

bt permits
metal.

installation, location, and orientation

g, including both direct mounting [to lands

ires on
integral
tion and

Not all
Citly, so

o

|nSpeCtiJ|| uoua”y starts—with—a 3c||c|a= overat—rew—ofthe—etectronie aoocnlb:y, ther follows
each component/wire to its connection, concentrating on the lead into the connection, the
connection and the tail end of the lead/wire leaving the connection. The wire/lead protrusion
step for all lands should be saved for last so that the board can be flipped over and all

connections checked together.
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7.2 Critéres d'orientation et de montage

7.2.1 Orientation des composants — Alignement des composants montés horizontalement

Cible — Niveaux A, B, C

entre leurs

visible.

Pmposants
oir lire les
He gauche

C-EllI-9

sants — Cible

Acceptable — Niveaux A, B, C

1 L'orientation des composants p¢larisés et
a sorties multiples est satisfaisarte.

2 Lorsqu'ils sont formés et insérés|manuelle-
ment, les symboles de polarisption sont
visibles.

Tous les composants sont tels que spéci-
fiés et présentent une terminaisoph dans les
plages d'accueil appropriées.

4 |l n'est pas nécessaire d'orienter les com-
posants non polarisés de maniére a pouvoir
lire les marquages dans le méme sens
(de gauche a droite ou de haut en bas).

G-

IEC 2849/02

Figure 18 — Orientation des composants — Acceptable
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7.2 Orientation and mounting criteria

7.2.1 Components orientation — Horizontally mounted components alignment

Target — Level A, B, C

een their

>d to be
read the
ottom).

C-EllI-9

Acceptable — Level A, B, C

1 Polarized and multi-lead compdnents are
oriented correctly.

2 When hand-formed and harld-inserted
polarization symbols are visible.

3 All components are as spedified and
terminate to correct lands.

7 d not be
oriented so that markings all read the
same way (left to right or top to bottom).

G-

IEC 2849/02

Figure 18 — Component orientation — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B, C
1 Le composant n'est pas tel que spécifié.

2 Le composant n'est pas monté sur les
bons trous.

B I'envers.

ties multi-

Cible — Niveaux A, B, C

Le corps du composant est en cdntact plat
avec la surface de la carte.

IEC 2851/02

Figlire ant équipé de sorties radiales, installation horizontale — Clible

Acceptable — Niveaux A, B, C

Composant en contact avec au moins un cé6té
et/ou surface de la carte.

Lorsqu'une documentation existe au niveau
d'un dessin d'assemblage, il est permis de
monter un composant sur le c6té ou sur
I'extrémité. Le c6té ou la surface du corps ou
un point au moins d'un composant de
configuration irréguliere (tel que certains
condensateurs variables a deux armatures)
doit étre en contact direct avec la carte
imprimée et le corps doit étre relié a la carte
IEC 285202  OuU retenu par d'autres moyens pour empécher
tout endommagement lorsque des forces de
vibration et des chocs sont appliqués.

Figure 21 — Composant équipé de sorties radiales, installation horizontale — Acceptable
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IEC 2851/02

adial lead component, horizontal installation — Target

Nonconforming — Level A, B, C

1 Component is not as specified.

2 Component not mounted in correct holes.

ckwards.

4 Multileaded companent not oriented correctly.

Target — Level A, B, C

The component body is in flat conta¢t with the
surface of the board.

IEC 2852/02

Acceptable — Level A, B, C

Component in contact with board on at least
one side and/or surface.

When documented on an approved assembly
drawing, a component may be either side-
mounted or end-mounted. The side or surface
of the body, or at least one point of any
irregularly configured component (such as
certain pocketbook capacitors) shall be in full
contact with the printed board, and the body
shall be bonded or otherwise retained to the
board to prevent damage when vibrational and
shock forces are applied.

Figure 21 — Radial lead component, horizontal installation — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B, C

Le corps du composant n'est pas en contact
avec la surface de montage.

IEC 2853/Uz2

Figure 22 — Composant équipé de sorties radiales, installz
Non conforme

7.2.3 [Lomposants équipés de sorties axiales, montage

ﬂ

le — Niveaux A, B, C

es marquages des composants nor polarisés
sont lisibles de haut en bas et les marquages
polarisés sont situés sur le haut.

+

IEC 2854/02

Acceptable — Niveaux A, B, C

La piéce polarisée est montée avec une longue
sortie de masse.

+

IEC 2855/02

Figure 24 — Composant équipé de sorties axiales, installation verticale — Acceptable
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Nonconforming — Level A, B, C

The component body not in contact with
mounting surface.

IEC 2853/02

Figure 22 — Radial lead component, horizontal installation onfar

7.2.3 Vjertically mounted, axial lead components

| 51

rget — Level A, B, C

On-polarized component markings |read from
the top down and polarized markings are
located on top.

+

IEC 2854/02

lead component, vertical mounting — Target

A

Acceptable — Level A, B, C

The polarized part is mounted with a long
ground lead.

+

IEC 2855/02

Figure 24 — Axial lead component, vertical mounting — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B, C

Les composants polarisés sont montés a
I'envers.

o+

IEC 2856/02

Figurel 25 — Composant équipé de sorties axiales, insta

7.2.4

le — Niveaux A, B, C

Le composant est perpendiculgire et sa
base est paralléle a la carte.

L'espace entre la base du conlposant et
la surface de la carte est comlpris entre
0,8 mm et 1,5 mm

*——15°
15° max. Acceptable — Niveaux A B _C
>0,4 mm 1

L'inclinaison du composant n'excede pas
15° par rapport a la verticale.

2 La base du composant est parallele a la
surface de la carte selon un angle de 15°.

3 L'espace entre la base du composant et la
surface de la carte doit étre compris entre
0,40 mm et 2,0 mm.

IEC 2858/02

Figure 27 — Composant équipé de sorties radiales, montage vertical — Acceptable
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7.24 V

Nonconforming — Level A, B, C

Polarized components are mounted backwards.

+

IEC 2856/02

Figure 25 — Axial lead component, vertical mau rming

ertically mounted, radial lead components

arget — Level A, B, C

The component is perpendicular o and the
base is parallel to the board.

L r‘l_‘ .“_‘,l- The space between the base of.'ne compo-

nent and the board surface i§ between
0,8 mm and 1,5 mm.

‘ \v IEC 2857/02
2l 26 ial lead component, vertical mounting — Target
. —15° max’ Acceptable — Level A, B, C
SAaLLL 1 Component inclination does not exceed

15° from vertical.

<2 mm 2 The base of the component is parallel to

the board surface within 15°.

3 The space between the base of the compo-
nent and the board surface shall be
between 0,40 mm and 2,0 mm

IEC 2858/02

Figure 27 — Radial lead component, vertical mounting — Acceptable
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IEC 2859/02

61192-3 O CEI:2002

Acceptable — Niveau A

L'inclinaison du composant est supérieure a

15° par rapport a la verticale.

Non conforme — Niveaux B, C

La base du composant est paralléle a la surface
de la carte selon un angle supérieur a 15°.

L'espace entre la base du composant et la

surface de la carte est inférieur a 0,

supérieur a 2,0 mm.

40 mm ou

Figut

7.2.5

Figure

e 28 — Composant équipé de sorties radiales, montage ve

Composants équipés de sorties axiales, montage ho

IEC 2860/02

xcéder 0,25 mm a p

composant pése moins de 28
dissipe moins de 1 W.

la surface de la carte.
Acceptable — Niveaux A, B, C

L'espace maximal entre le compo
surface de la carte ne doit pas dé
dimensions du Tableau 3.

de sorties axiales, montage horizontal — Cible/Acc

Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La distance maximale entre le
composant et 1a carfe est supé

Il convient que tout composarn
dissipation est égale ou supérie
se trouve a au moins 1,5 mm au-

rme

du corps
h carte ne
brtir de la
n que le
g et qu'il

t dont la
ire a 1 W
dessus de

ant et la
asser les

pptable

corps du

V)

IEC 2861/02

du Tableau 3 ci-apres.

ieure a D

2 Les composants dont la dissipation est

égale ou supérieure a 1 W sont

a 1,5 mm

au-dessus de la surface de la carte.

Figure 30 —- Composant équipé de sorties axiales, montage horizontal - Non conforme

Tableau 3 — Espace entre le composant et la carte

Niveau A Niveau B Niveau C
D max.
<1 W 3 3 <0,7
mm
=1 W D 1,5 1,5
mm
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>15°

IEC 2859/02

Acceptable — Level A

Component

vertical.

Nonconforming — Level B, C

inclination exceeds 15° out of

The component base is more than 15° out of

parallel with the board surface.

The space between the component base and
the board surface is less than 0,40 mm or
more than 2,0 mm.

7.2.5 Horizontally mounted, axial lead components

Figure 28 — Radial lead component, vertical mounting —

e space between any comp
dissipates 1 W or greater and
surface should be at least 1,5
the board surface.

Acceptable — Level A, B, C

The maximum space between the ¢
and the board surface shall not e

dimensions in Table 3.

Nonconforming — Level A, B, C

1 The farthest distance between t

ed 0,25 mm from
ovided the compone
8 g and provided the gomponent
dissipates less than 1 W.

bdy length
d surface
the board
ht weighs

nent that
the board
nm above

omponent
kceed the

e compo-

O

IEC 2861/02

nent pody and the Doard IS Targe

Table 3 below.

2 Components that dissipate 1 W or more
are 1,5 mm above the board surface.

than D in

Figure 30 — Axial leaded component, horizontal mounting — Nonconforming

Table 3 — Component-to-board space

Level A Level B Level C
D max.
<1 W 3 3 <0,7
mm
=1 W D 1,5 1,5
mm
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7.2.6 Montage des boitiers a deux rangées de broches

>

_
0 TiNNNNNN %

Cible — Niveaux A, B, C

Le pas d'élévation sur toutes les sorties repose
sur la plage d'accueil et I'avancée de la sortie,

L, respecte les exigences.

NOTE Dans certains cas, il est

permis de

placer un dissipateur thermique entre le com-

posant et la carte imprimée; dans

ces cas,

f

IEC 2862/02

IEC 2864/02

Figure 31 — Boitiers a deux rangées de br

il est permis de spécjfier une valeur] différente

d'inclinaison ou de ageme

Non conforme — Niveaux A, B, C

L'inclinaison du composant excede

e par les
ancée, L,

es limites

permises et l'avancée de la softie L ne

respecte pas les exigences d'acceptd
les exigences relatives a I'avancée d
voir 5.2.1.

tion. Pour
b |a sortie,

Figure 33 — Boitiers a deux rangées de broches (DIP) — Non conforme
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7.2.6 Dual in-line package mounting

>

I ny -4y

— 45—

Target — Level A, B, C

Stand-off step on all leads rests on land, and
lead protrusion, L meets requirements.

NOTE In some cases, a heat sink may be
located between the component and the
printed board; in these cases, a different
allowable tilt or off centact value may be

f

IEC 2862/02

Figure 31 — Dual in-line packs (DI

IEC 2864/02

specified.

Acceptable — Level A, B, C

The amount of tilt is limited by minjmum lead
protrusion L and height requirements. See 5.2.1.

Nonconforming — Level A, B, C

The tilt of the component exceeds| allowable
limits and the lead protrusion L doeg not meet
acceptance requirements. For lead |protrusion
requirements, see 5.2.1.

Figure 33 — Dual in-line packs (DIPs) — Nonconforming
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7.2.7 Composants équipés de sorties axiales, montage vertical

Cible — Niveaux A, B, C

1 La hauteur H entre le corps du composant
et la plage d'accueil est comprise entre
0,4 mm et 1,5 mm.

-
-

" 6

Figure 34 — Composant équipé de sort ),

2L o-corps-du-compasantestperpendiculaire
a la carte.
3 La hauteur e pas la

hauteur s

IEC 2865/02

age vertical — Cible

)

Acceptable — Niveaux A, B, C

1 La hauteur H entre le compogant et la
carte est comprise entre lefp valeurs
minimales et maximales donnégds dans le
Tableau 4.

2 L'angle 6@ selon lequel le [orps du
composant dévie de la perp¢ndiculaire
n'est pas supérieur a celui donr|é dans le
Tableau 4.

TEC Z800/U

Figure 35 — Composant équipé de sorties axiales, montage vertical — Acceptable

Tableau 4 — Espacement entre le composant et la carte

Niveau A Niveau B Niveau C
H min.
0,13 0,4 0,4
mm
H max.
X 6 3 1,5
mm
g max. Respecte le dégagement électrique
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7.2.7 Vertically mounted, axial lead components

Target — Level A, B, C

1 The height of the component body above
the land, H, is 0,4 mm to 1,5 mm.

~H 2 The component body is perpendicular to
- the board.
3 The overall i kceed the

height specifi
IEC 2865/02

Figure 34 - Axial lead compone 2 ; ling — Target
" 6 ; : i ;
[
H

Acceptable — Level A, B, C

1 The component height above thg board, H,
is not outside the minimum |maximum
range given in Table 4.

2 The angle 8 by which the compdgnent body
deviates from the perpendiculpr is not
greater than the amount given in|Table 4.

TEC Z800/U

Figure 35 — Axial lead component, vertical mounting — Acceptable

Table 4 — Component-to-board spacing

Level A Level B Level C
H min.
0,13 0,4 0,4
mm
H max.
6 3 1,5
mm
& max. Does not violate electrical clearance
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A
H .
\‘- Non conforme — Niveaux A, B, C
- - - 1 La hauteur H du montage de composants
n'est pas comprise dans la plage permise
donnée dans le Tableau 4.
2 L'angle fest supérieur a la valeur permise.
" 0 ~
oY [ | s ol st ol A
| Il J MNCTAAdUUIT UT CUTIATallit MU aludqj tee
B [

exigences

5 pas le

IEC 2867/02

Figu ontage vertical — Non conforme

7.2.8 age vertical

Cible — Niveaux A, B, C

H représente le dégagement visibl¢ entre le
ménisque de revétement et le rdccord de
brasure suivant.

IEC 2868/02

Figure 37 — Ménisque de revétement au niveau du trou — Cible


https://iecnorm.com/api/?name=b2f03da5b15e35c26de21d5a2dd4be09

61192-3 O IEC:2002 —49 —

A
H
\- Nonconforming — Level A, B, C
- - - 1 The component mounting height, H, is
outside the allowed range given in Table 4.
2 The angle @is greater than allowed.
0~ 3 Inadequate stress relief.
| i
B | 1 4 L and R do n meet ‘the ‘requirements

(see 5.1).

5 Compone
clearance.

electrical

IEC 2867/02

g — Nonconforming

7.2.8 V

Target — Level A, B, C

H is the visible clearance between the coating
meniscus and subsequent solder fillef.

IEC 2868/02

Figure 37 — Coating meniscus in hole — Target
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Acceptable — Niveau A, B

Les composants a ménisque de revétement
peuvent étre montés avec le ménisque dans
les trous a condition que:

1 il n'y ait aucun risque de dommage
thermique;
— - _ 2 la masse du composant soit inférieure
a 10 g;

3 la tension ne soit pas supérieure a 240 V

c.a. efficace, 24 V c.c.
IEC _2869/02

Figure 38 — Ménisque de revétement au niveau du tro§ %%/g

e\ s ¢/de revétement est daphs le trou
traversant/mis en place, la hauteur dy montage
nerespecCte pas la hauteur minimgle. Aucun
dégagement visible.

nt au niveau du trou — Non conforme

saversant les conducteurs

Acceptable — Niveaux A, B, C

1 La gaine ne s'étend pas jusqu'au joint
brasé.

2 La gaine couvre la zone de protection
désignée.

IEC 2871/02

Figure 40 — Sorties traversant les conducteurs — Acceptable
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Acceptable — Level A, B
Components with a coating meniscus can be
mounted with the meniscus into the holes
provided:
1 there is no risk of thermal damage;
— - _ 2 the component mass is less than 10 g;
3 the voltage is not greater than 240 V a.c.
rm.s., 24 Vd.c.
IEC 2869/02
Figure 38 — Coating meniscus in hole — AcceE %
for ing — Level C

he at Rg’ meniscus is into the placed
t ough hgle; the mounting height |does not
meetmirnimum height. No visible clegrance.

us in hole — Nonconforming

d across conductors

Acceptable — Level A, B, C
1
2

Sleeve does not extend into solder joint.

Sleeve covers area of protection designated.

IEC 2871/02

Figure 40 — Leads crossing conductors — Acceptable
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Acceptable — Niveau A
Non conforme — Niveaux B, C
1 Déchirure et/ou effilage de la gaine.

2 Sortie de composant traversant un
conducteur électriquement non commun
avec un dégagement de 0,5 mm sans
isolant de séparation (gaine de sortie ou
revétement de surface).

Non conforme — Niveaux A, B, C

Les sorties et fils des_composants destinés a

IEC 2872/02

1 Dia. min.
du fil

etre gaines n'ont pas gaine.|La gaine
endommagée ne tége plus contre la mise
en court-circuit

ht le corps
est approximativement
& a |'axe du corps princip3

drtie du composant pénétrapt dans le
trou est approximativement perpg¢ndiculaire
a la surface de la carte. Au rhoins une
boucle de relaxation de contrainte doit étre
utilisée  sur tous les cgmposants
mécaniquement fragiles tels | que les
diodes en verre.

3 Il est permis d'utiliser les courbures en
boucle lorsque I'emplacement des trous de
montage empéche I'utilisatign  d'une
courbure standard. S'assurer qye la mise
en court-circuit de la sortie a tqute sortie
de composant ou de circuit adjacent est
impossible. 1l convient que [utilisation
d'une courbure en boucle soit cpnforme a
la technologie.

Les composants doivent étre montés felon l'une
ou plusieurs des configurations suivantes:

a) de facon conventionnelle, en ut|lisant des

B 2 Dia. min. courbures de sortie (nominalds) a 90°
B /,‘\ 9 du fil directement au trou de montage;
| -— b) a courbures en bosse de chamgau. Selon
- _ . - - la configuration intégrant une seule bosse
de chameau, il est permis que le corps soit
positionné de fagon excentrée;
IEC 2873/02

c) il est permis d'utiliser d'autres confi-
gurations avec l'accord de I'utilisateur.

Figure 42 — Composants équipés de sorties axiales a relaxation de contrainte
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7.2.10

Acceptable — Level A

Nonconforming — Level B, C

1
/ 1 Splitting and/or unravelling of sleeving.
2 A component lead crossing an electrically
non-common conductor with a clearance

of 0,5 mm with no separating insulator
(lead sleeving or surface coating).

Nonconforming — Level A, B, C

Component leads and wires specified to have
sleeving are not sleeved. Damaged sleeving no
IEC 2872/02  longer provides protection from shorting.

A

Stress relief for mounted components

Figure 41 — Leads crossing conductors — Nonca

ponent\ead exiting the gomponent
appraxifmately parallel to]the major

‘ m ponent lead entering the hole is

approximately perpendicular to [the board

e. At least one stress felief loop

shall be used on all mechanicglly fragile
components such as glass diodes.

Loop bends may be used if the |ocation of

the mounting holes prevent the| use of a

standard bend. It should be enpured that

there is no possibility of shorting the lead
to any adjacent component| lead or
circuitry. The use of a loop bend|should be
approved by engineering.
Components shall be mounted in any one or a
combination of the following configurations:

a) in a conventional manner utilizing 90°
ire (nominal) lead bends direcf to the
2 min. mounting hole.

2 Wire b) with camel hump bends. Copfiguration

Dia. min. incorporating a single camel Hump may
have the body positioned off-cenfre.

c) other configurations may be used with the
- agreement of the user.

IEC 2873/02

Figure 42 — Stress-relief axial leaded components
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Acceptable — Niveaux A, B, C

La sortie est formée de maniére satisfaisante
pour fournir une relaxation de contrainte.

IEC 2874/02

gure 43 — Composants équipés de sorties radiales a

bmposant manquant

Lorsqu'in emplacement de composant n'est pas o 'assem-
blage approuvé, ceci représente un état non niveaux
de produits.

74 M

Lorsqu'yin emplacement de composant\est
les cargctéristiques, etc., S

7.5 Composan

La sorti

uvais composant

omposant dont le type, la vpleur ou
ar le dessin d'assemblage approuvé,

4

ou le ) ant peut étre endommagé lors de linstallation ¢t avant

réceptign. Ce paragra ite-qu n petit nombre de dommages possibles tels|que sur

7.5.1

Acceptable — Niveaux A, B, C

1 Que les sorties soient formées
manuellement ou en utilisant ung machine

ou une matrice, les piéces| ou les
} étfe montés
lorsque la sortie de la piéece ou du
composant présente des entailles ou une
déformation dépassant 10 % du diamétre de
la sortie.

2 L'exposition de la partie métallique de base
est acceptable lorsque la déformation
n'excéde pas 5 % du diamétre de la sortie.

3 L'exposition de la partie métallique de base

IEC 2875/02 dans la zone formée de la sortie doit étre
considérée comme un indicateur de
processus.

Figure 44 — Dégradation de la sortie d'un composant axial — Acceptable
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WheneV
drawing

7.4 Wr

WheneV
value, 0

7.5 Da

Damage
This su

Acceptable — Level A, B, C

The lead is properly formed to provide stress

relief.

IEC 2874/02

bclause

Acceptable — Level A, B, C

1  Whether leads are formed mand
machine or die, parts or compor
not be mounted if the part or g
lead has nicks or deformation

5sembly

Dy type,
2 a non-

receipt.
5, DIPs,

ally or by
ents shall
omponent
exceeding

10 % of the diameter of the lead |

IEC 2875/02

2 Exposed basis metal is acceptab

le if defor-

mation does not exceed 5 % of the

solderable surface of the lead.

3 Occurrence of exposed basis metal in the

formed area of the lead shall be
a process indicator.

Figure 44 — Axial component lead damage — Acceptable

treated as
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Non conforme — Niveaux A, B, C

1 La sortie est pliée sur plus de 10 % du dia-
metre de la sortie.

.“} | 2 La sortie est déformée par des courbures
3 répétées ou effectuées sans précaution.

IEC 2876/02

e— Niveaux A, B, C

fgne de fissure, I'élément métallique
interne n'est pas exposé.

@s joints des extrémités des composants ne
ont pas endommageés.

IEC 2877/02

Dégradation du corps du composant axial

Non conforme — Niveaux A, B, C

La dégradation de la couverture isolante est
telle que I'élément métallique est exposé ou
que le composant est déformé.

IEC 2878/02

Figure 47 — Dégradation du composant équipé de sorties axiales — Non conforme
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Nonconforming — Level A, B, C

1 The lead is scored more than 10 % of the
lead diameter.

2 Lead deformed from repeated or careless
bending.

IEC 2876/02

Figure 45 — Axial component lead damage — Noncon i

¢ cracks, internal metallic ¢lement is

Cqomponent end seals are not disturbpd.

Nonconforming — Level A, B, C

The insulating cover is damaged to the extent
that the metallic element is exposed or the
component shape is deformed.

IEC 2878/02

Figure 47 — Axial lead component damage — Nonconforming
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Figure 48 — Dégradation du composan

10 Cible — Niveaux A, B, C
Il convient que les corps des conpposants
soient exempts d'éraflures, d'écaillep et de
délabrement. 1l convient que les mdrquages
Q d'identification soient lisibles.
% 2880/02

- 58 - 61192-3 O CEI:2002

Non conforme — Niveaux A, B, C

Le corps en verre est écaillé et fissuré jusqu'au
composant.

IEC 2879/02

~ Dégradation du corps du composant radial — Cible

Ecaille

/

Acceptable — Niveaux A, B, C
10 pF

Eraflures, coupures ou écailles mineures
sur la surface qui n'exposent pas le sub-
strat ou la zone active du composant.
Fissure L'intégrité structurelle n'est pas endom-

“'4, L magée.
A\

IEC 2881/02

Figure 50 — Dégradation du corps du composant radial — Acceptable
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IEC 2879/02

Nonconforming — Level A, B, C

The glass body is chipped and cracked into the
component.

Figure 48 — Damage to axial compon

10
Target — Level A, B, C
Component bodies should be free of|scratches,
chips and crazing. ID markings should be legible.

: N\
2880/02
u — Damage to radial component body — Target
10 pF Acceptable — Level A, B, C

Crack

e
A\

Chip

\
/

IEC 2881/02

Minor surface scratches, cuts or chips which
do not expose the component substrate or
active area. Structural integrity is not
compromised.

Figure 50 — Damage to radial component body — Acceptable
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Non conforme — Niveaux A, B, C

La zone active est exposée ou l'intégrité
structurelle est endommagée.

IEC 2882/02 %
Figure 51 — Intégrité structurelle de la Zong ive onforme

7.5.2 [Lomposants a boitier DIP ' *

Cible — Niveaux A, B, C

Aucun signe d'écailles, de fissufes ou de
finition endommagée.

N N
‘ IEC 2883/02

Figure 52 — Composant a deux rangées de broches — Cible
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Nonconforming — Level A, B, C
The active area is exposed or structural
integrity is compromised.

7.5.2 DIP components

Target — Level A, B, C
No chips, cracks or damaged finish.

~p
¥
-9
0000000000024

-
-

®
L3
A ]

IEC 2883/02

Figure 52 — Dual in-line component — Target
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Acceptable — Niveaux A, B, C

Les écaillures dans le couvercle ou le
boitier ne s'étendent pas jusqu'a la zone du
joint en verre ou moulé. Aucune fissure ne
s'étend jusqu'au joint a partir de toutes
écaillures. Aucune identification pertinente
ne manque a la suite d'une écaillure.

Ead
-
e
-
-
-
o
-
R Al
Lo
<
-
k-

IEC 2884/02

Figure 53 — Composant a deux rangées de b ‘ Rtab

L’écaillure |pénétre =
dans le joipt

cgonforme — Niveaux A, B, (

L'écaillure pénetre jusqu'au join] en verre
ou moulé. L'écaillure expose la dortie dans
une zone généralement non exppsée. Des
fissures apparaissent suite a I'écaillure.

S

deux rangées de broches — Non conforme

8 Attri

8.1 Exi

Il convi és joints brasés présentent un aspect brillant a satiné, une apparence
globalement lisse et un mouillage tel qu 'illustré par un menlsque concave entre les pbjets a
braser. convient

d'effectuer la retouche des joints brasés uniquement sur les joints non conformes pour ne pas
engendrer de problemes supplémentaires et que les résultats de la retouche soient conformes
aux critéres d'acceptation du niveau applicable.

Les ensembles doivent étre dépourvus de saletés, peluches, projections de brasure, déchets,
etc. Il faut que les billes/projections de brasure respectent I'espacement électrique minimal de
conception ou soient facilement détachables. 1l faut que les billes de brasure soient
encapsulées dans le revétement enrobant ou fixées a un contact métallique.
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Acceptable — Level A, B, C

Chip-outs in the lid or case do not extend into
the glass or moulded seal area. There are no
cracks extending into the seal from any chip-
out. There is no pertinent identification missing
due to a chip-out.

-
e
Ead
-
-
R
s
L
e
o
<
-
k-

IEC 2884/02

Figure 53 — Dual in-line component —

Chip enters o orming — Level A, B, C
seal Chip-out enters into the glass or moylded seal.
&hip-out exposes the lead in an|area not
ormally exposed. There are cracis leading

rom the chip-out.

All sold
exhibit

Assemblies shall be free of dirt, lint, solder splash (spatter), dross, etc. Solder balls/splashes
must not violate minimum electrical design clearance, or be easily dislodged. Solder balls must
either be encapsulated in the conformal coating or attached to a metal contact.
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Acceptable — Niveaux A, B, C

1 Le raccord de brasure présente une
apparence globalement lisse ainsi qu'un
mouillage satisfaisant de la brasure sur
les pieces raccordées. Le profil des
pieces est facilement déterminé. La
brasure forme un bord mince au niveau de
la piece a raccorder. La forme du raccord
est concave. Les cratéres, piqlres, etc.
sont acceptables a condition que la
connexion brasée respecte les exigences
minimales de mouillage.

Auc:l:n bord mince
(modillage tres mauvais)

&

O EC 2887/02

IEC 2888/02

2 |l n'est pas excly—que certaines compo-
<90° 90° >90° sitions d'alliages de\lbras certains
plaquages cartes
@ imprimées
Accepté Accepté Accepté
IEC 2886/02
Figure 55 — Joints brasés a tro a

Non conforme — Niveaux A, B, C

e non-mouillage donne lieu a la fgrmation de
bille ou de perle de brasure a l|a surface,
la plupart des perles d'eau se formjant sur les
surfaces cirées. Le raccord est cofivexe sans
bord mince.

Non conforme — Niveaux A, B, C

Pont de soudure entre les conducteurs.

Figure 57 — Excés de brasure, pont de soudure — Non conforme
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Acceptable — Level A, B, C

2 1 The solder fillet appears generally smooth

and exhibits good wetting of the solder to

| l the parts being joined. The outline of the
parts is easily determined. A feathered

L \\‘ edge is created by the solder at the part

| being jointed. The fillet is concave in

} L ™ shape. Blow holes, pin holes, etc., are
’ ) \ acceptable provided that the solder

l \‘Lg\ l\ //‘ Ilulll connection meets the minimum require-

ments for wetting action.

2 There are solder alloy compositions, lead

N one one or printed board _platings and special

ik i il . oling with
large mass P bduce dull

matt gray or i i [s that are

normal 2 process

involved. jonts  are

Accept Accept Accept
IEC 2886/02

No fe¢athered edge

(very poor wetting)/—»

nforming — Level A, B, C

n-wetting will result in the solder|forming a
Il or bead on the surface, much| as water
eads form on a waxed surface. The fillet will
be convex; no feathered edge is apparent.

Nonconforming — Level A, B, C

Solder bridging across conductors.

IEC 2888/02

Figure 57 — Excess solder, bridging — Nonconforming
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Non conforme — Niveaux A, B, C

Brasure en excés et irréguliere (irrégularités)
sur les trous pour les trous de montage de
matériels.

IEC 2889/02

qui peut

b .

billes/projections de brasure| d'environ
0,13 mm sur les plages d'accpeil ou les
pistes;

2 Dbilles/projections de brasur¢ dont le
diamétre excéde 0,13 mm,;

3 plus de cing (5) billes/projgctions de
brasure (0,13 mm ou mdins) pour

C 2890/02
600 mm?;

4 non-respect de I'espacement|électrique
de conception.

Non conforme — Niveaux A, B, C

Voiles de brasage.

IEC 2891/02

Figure 60 — Voiles de brasage — Non conforme
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Nonconforming — Level A, B, C

hardware mounting holes.

Excess and rough solder (uneven) on holes for

IEC 2889/02

solder balls/splashes within 0,
lands or traces;

solder balls/splashes exceed 0,
diameter;

more than five (5) solder ball
(0,13 mm or less) per 600 mm?2;

violates electrical design clearan

by include

3 mm of

13 mm in

E/splashes

Ce.

Nonconforming — Level A, B, C
Solder webbing.

IEC 2891/02

Figure 60 — Solder webs — Nonconforming
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8.2 Désalignement

Les exigences relatives a l'alignement des composants aprés le brasage sont identiques a
celles appliquées aux ensembles avant le brasage. Elles sont décrites en 7.2.

8.3 Composants endommagés

Outre les exigences relatives aux dommages limités des composants données en 7.5, il ne faut
pas que les composants présentent un signe de dommage thermique ou thermomécanique
aprés le brasage. Il faut qu'aucune surface ou joint ne présente de signe de fissure,
décollement interlaminaire ou cloquage et que tous les codes et marquages d'origine soient
maintenus et lisibles.

8.4 CLractéristiques des joints brasés

Les critpres décrits dans ce paragraphe s'appliquent aux ensemg
traversgnts métallisés et plages d'accueil sur les deux surfaces.

ectrani es>é trous

8.4.1 Mouillage de brasure

Zone de la .
perfection

autour de

3 La brasure couvre la sortie |et s'étend
en un bord fin sur la plage d'accueil/ le
conducteur.

4 Le mouillage de la sortie et des circuits
est satisfaisant, la sortie est Yisible.

5 Raccord légérement concave

Acceptable — Niveaux A, B, C

Co

-

i 1 Le raccord de brasure est pisible sur

;.on'e de —» au moins 75 % de la circonférence de

d‘," “'dgt.’l la sortie sur le coté principal et sur

accuel 90 % de la circonférence du coété
source de brasure.

2 Brasure visible au bas de tout espace

1.3 dans le raccord.

w

La brasure a mouillé au moins les
trois quarts de la plage d'accueil sur
le c6té secondaire.

I | (| -
AN

1.2 IEC 2893/02

Figure 62 — Mouillage de brasure — Acceptable
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8.2 Misalignment

The alignment requirements of components after soldering are the same as those applied to
assemblies prior to soldering. They are described in 7.2.

8.3 Damaged components

In addition to the limited damage to component requirements of 7.5, there must be no visible
evidence of thermal or thermo-mechanical damage to components after soldering. There must
be no cracks, delamination or blistering of any surface or seal and all original codes and
markings must be retained and be legible.

8.4 Sojder joint characteristics

The criferia described in this subclause section are for electronig
throughtholes and lands on both surfaces.

sembliesowith plated

8.4.1 Splder wetting

surface imperfeftions.

gvers lead and featherg out to a
thin edge on land/conductor.

ad and circuitry are well wettgd, lead is
visible.

Fillet slightly concave.

Acceptable — Level A, B, C

1 Solder fillet visible around at legqst 75 %
of lead circumference on thgq solder
destination side and 90 % of| circum-
ference on the solder source side.

2 Solder visible at bottom of any gap in
fillet.

3 Solder has wetted at least three-quarters
of the land on the secondary side.

1,2 IEC 2893/02

Figure 62 — Solder wetting — Acceptable
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Remplissage 4 Coté destination
vertical de brasure

7 Acceptable — Niveaux A, B, C

/ Raccord de brasure et remplissage du
i trou selon le Tableau 5.

Coté source

— de brasure

Abaissement de soudure IEC 2894/02

Figure 63 — Remplissage du trou et configuration de la sorti Accep bIeI

Tableau 5 — Conditions d'acceptation minimales des sorties de composant$

. Niveau Nivea \)\Iiveau
Critéres

g%

%

A 4 C

7

Mouillag¢ de la circonférence — c6té destination s %00 o
. - Non spéci 1 270
de brasufe — sortie et fat
Remplisgage vertical de brasure2 Non}p\éé\i@} / Ne 75W 75 Yo
Raccord [sur la circonférence et mouillage — o o o
PV 70 0 330
cOté soufce de brasure

Raccord [sur la circonférence et mouillage —

x \/
coté destgination de brasure f
Pourcenfage de la zone de pastille originale \)
recouverfe de brasure mouillée 5% 75 % 75
cOté secpndaire (\ N
N
a Un abaissement total 25 %\au magimum, 'Wcété source de brasure et le cboté destindtion de
brasure, est autorisé.

0 0

()

Remplissage

verticql Acceptable — Niveaux A, B

Ame métallique

ou plan thermique/

de dissipation Sur les trous traversants métgllisés de

thermique tension/de masse, un remplissage pertical de
brasure de 50 % est autorisé avec [la brasure
s'étendant a 360° autour de la sortle avec un

mouillage complet des parois du {0t jusqu'a
= la sortie sur le cité brasure

Non conforme — Niveau C

\

Figure 64 — Remplissage du trou par brasure — Plan thermique
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Vertical
fill

)

V.

Solder depression

- 71 -

Solder destination
side

Acceptable — Level A, B, C

Solder fillet and hole fill in accordance with
Table 5.

Solder source
side

IEC 2894/02

Figure 63 — Hole fill and lead configuration — Acce

Table 5 — Minimum component lead acceptance

le

n

£

ns

Criteri Level Lekl\ \)Level
riteria

A 4 B\ C
Circumfefential wetting — solder destination side — Not specified %0" 27d°
lead and|barrel P

. I ) S
Vertical {ill of soldera Not s/pe\ckl\e/d} / Ne 757)\/ 75 %
Circumfgrential fillet and wetting — 70° Q 0° 33d°
solder squrce side
Circumfgrential fillet and wetting — N \/ 0 0
solder dgstination side f
Percentdge of original land area covered msoo\\\) 75 9% 75 %
with wettied solder — secondary gi
/TN )

a A total maximum of 25 “é d%ss\m&, includi \thh solde\\e{urce and destination sides, is permitted

sid

Secondary side

~—_"

Metal core or
thermal/heatsink
plane

IEC 289502 Side-

Acceptable — Level A, B
Nonconforming — Level C

On voltage/ground plated through-hol
vertical fill of solder is permitted
extending 360° around the lead with 100 %
wetting from barrel walls to lead on

s, a 50 %
ith solder

the solder

Figure 64 — Hole solder fill - Thermal plane
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8.4.2 Exceés de brasure

Zone de . .
la plage Cible — Niveaux A, B, C

d’accueil 1 Aucune zone de vide ou imperfection de
surface. Le mouillage de la sortie et des
circuits est satisfaisant, la sortie est visible.

2 Raccord de brasure complet autour de la

sortie.
3 La brasure couvre la sortie et s'étend en
= un bord fin sur la plage d'accueil / le
O 280602 conducteur.

Figure 65 — Raccord de brasure — Cible

cceptable — Niveaux A, B, C
Raccord concave.

2 Opération de mouillage satisfaisgnte.

3 La sortie est visible dans la brasyre.

T

la plage
d’accueil

4  Brasure dans la zone de courburg¢ de sortie
tant qu'elle n'est pas en conta¢t avec le
corps du composant.

IEC 2897/02

Figure 66 — Raccord de brasure — Acceptable

Non conforme — Niveaux B, C
1 Raccord convexe.

2 La sortie n'est pas visible en raison de
I'excés de brasure.

IEC 2898/02

Figure 67 — Raccord de brasure — Non conforme
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8.4.2 Excess solder

. Land | Target — Level A, B, C
area >

1 No void areas or surface imperfections.
Lead and circuitry are well wetted, lead is
visible.

100 % solder fillet around lead.

Solder covers lead and feathers out to a
N\ thin edge on land/conductor.

o 2008/00

Figure 65 — Solder fillet — Target

£
1
ceptable — Level A, B, C
Fillet concave.
" 2 Good wetting action.

o

area

3 Lead is visible in solder.

4 Solder in lead bend area as long|as it does
not contact the component body.

IEC 2897/02

Figure 66 — Solder fillet — Acceptable

Nonconforming — Level B, C
1 Fillet convex.

2 Lead not visible due to excess solder.

IEC 2898/02

Figure 67 — Solder fillet - Nonconforming
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Acceptable — Niveaux A, B, C

Les cratéres, piqlres, vides, etc.
indicateurs acceptables d'écart de processus a
condition que les connexions
respectent I'exigence minimale du Tableau 5.

sont des

brasées

A A
A4S

IEC 2899/02

8.4.3 Pont de soudure

Le pont de soudure est généralement une conséqug
d( par exemple a une mauvaise concepi 2

IEC 2900/02

Non conforme — Niveaux A, B, C

1

beut étre
2).

La brasure dans la zone de| courbure

entre en contact avec le
composant ou le joint d'extrémi

corps du
é.

La projection de brasure ne regpecte pas
I'exigence de hauteur, I'egpacement

électrique ou engendre un risq
sécurité.

La brasure forme un pont

Lie pour la

avec le

conducteur non commun adjacgnt.

. . . a .
Figure 69—=Joints brasés=Nomnmconforme
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